




を抑えると同時に，放熱を促す構造とした（図4）。
　また，大電流化によってアークからの輻射熱が強力に
なり，600Aのアーク雰囲気ではコンタクトチップの周囲
温度が従来以上に高温になる。コンタクトチップが高温
になると自身の摩耗が加速され，ワイヤへの給電が不安
定になって飛散スパッタの増大やビード外観不良につな
がる。したがって，コンタクトチップを交換する頻度や
時間を抑え，大電流MAG Processの溶接効率の向上効果
を最大化するためには，コンタクトチップの温度上昇の
抑制が必要不可欠である。そこでRTW601では，水冷さ
れているチップボデーとコンタクトチップとの接触面積
を増やし，またチップの外形と内径を大きくすることに
よって表e間り ┫妷 ，慕接勾プるそ ┋妷 ∵
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